
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLCDLCDLCDLC コーティングコーティングコーティングコーティングのののの特特特特にににに優優優優れたれたれたれた機能機能機能機能としてとしてとしてとして、、、、低摩擦性低摩擦性低摩擦性低摩擦性、、、、高耐摩耗性高耐摩耗性高耐摩耗性高耐摩耗性、、、、高高高高

硬度性硬度性硬度性硬度性があるがあるがあるがある。。。。これはこれはこれはこれは摩擦摩擦摩擦摩擦、、、、摩耗摩耗摩耗摩耗、、、、潤滑潤滑潤滑潤滑にににに関関関関するするするする研究領域研究領域研究領域研究領域、、、、塑性加工塑性加工塑性加工塑性加工トトトト

ライボロジーライボロジーライボロジーライボロジーにとってにとってにとってにとって大変魅力大変魅力大変魅力大変魅力のあるのあるのあるのある特長特長特長特長ですですですです。。。。            

IPXIPXIPXIPX－－－－DDDD 処理処理処理処理はははは従来従来従来従来のののの DLCDLCDLCDLC コーティングコーティングコーティングコーティングをををを大大大大きくきくきくきく前進前進前進前進させたさせたさせたさせた内容内容内容内容となってとなってとなってとなって

いますいますいますいます。。。。    

� 基材基材基材基材とのとのとのとの密着性密着性密着性密着性のののの向上向上向上向上。。。。    

� ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドによりによりによりにより近近近近いいいい高硬度性高硬度性高硬度性高硬度性。。。。    

� DLCDLCDLCDLC 膜厚膜厚膜厚膜厚のののの自在調整自在調整自在調整自在調整。。。。    

� IPX IPX IPX IPX ––––DDDD 処理処理処理処理はははは、、、、潤滑性物質潤滑性物質潤滑性物質潤滑性物質をををを注入注入注入注入しているためしているためしているためしているためアルミアルミアルミアルミ合金合金合金合金、、、、ステステステステ

ンレスンレスンレスンレス、、、、樹脂樹脂樹脂樹脂のののの切削加工切削加工切削加工切削加工によりによりによりにより高高高高いいいい効果効果効果効果をををを示示示示すすすす。。。。ドライドライドライドライ切削加工切削加工切削加工切削加工

にににに最適最適最適最適ですですですです。。。。またまたまたまたグラファイトグラファイトグラファイトグラファイトらのらのらのらの非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属のののの塑性加工塑性加工塑性加工塑性加工のののの治具治具治具治具にににに

適適適適しますしますしますします。。。。    

� 精密金型精密金型精密金型精密金型のののの複雑形状基材複雑形状基材複雑形状基材複雑形状基材へのへのへのへの均一成膜均一成膜均一成膜均一成膜。。。。    

� 高高高高いいいい耐凝着性耐凝着性耐凝着性耐凝着性    鋭鋭鋭鋭いいいい刃先刃先刃先刃先エッジエッジエッジエッジ、、、、刃先刃先刃先刃先のののの溶着防止溶着防止溶着防止溶着防止（（（（摩擦係数摩擦係数摩擦係数摩擦係数：：：：００００．．．．

１１１１以下以下以下以下））））    

� IPXIPXIPXIPX－－－－DDDD 処理処理処理処理はははは数倍数倍数倍数倍のののの高能率切削加工高能率切削加工高能率切削加工高能率切削加工をををを実現実現実現実現。。。。    

� IPXIPXIPXIPX－－－－DDDD 処理処理処理処理はははは低価格低価格低価格低価格にてにてにてにて成膜成膜成膜成膜しますしますしますします。。。。    

DLCDLCDLCDLC 特性特性特性特性    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

IPX-D プロセス処理 

基材基材基材基材――――IPXIPXIPXIPX----IPIPIPIP 特殊潤滑注入層特殊潤滑注入層特殊潤滑注入層特殊潤滑注入層    

 

 

IPXIPXIPXIPX----硬化拡散層硬化拡散層硬化拡散層硬化拡散層    

IPX-D 処理 

１～１０ミクロン 

１ミクロン 

５０～１００ミクロン 

４００～６００ミクロン 


